
Разработка малогабаритных 
высокочастотных  

фильтров в интегральном 
исполнении 



Цели и задачи 
Цель работы: 

разработка диплексерных фильтров предварительной 
селекции в интегральном исполнении, для построения 
малогабаритных приемопередающих радиотрактов. 

Задачи: 

- провести инженерный анализ различных 
схемотехнических и конструкторско-технологических 
решений по реализации малогабаритных 
диплексерных фильтров 

- разработать схемы и электрические и конструкции 
малогабаритных интегральных модулей, 
предназначенных для установки на печатную плату 
методами поверхностного монтажа 

 



Техническое задание 

Наименование макета Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 140 до 150 от 265 до 315 

«Ф2» от 140 до 150 от 390 до 450 

«Ф3» от 155 до 165 от 390 до 450 

«Ф4» от 265 до 315 от 390 до 450 



Схемы электрические диплексерных 
фильтров «Ф1» - «Ф3» 



Схемы электрические диплексерных 
фильтра «Ф4» 



Варианты реализации топологии 
индуктивных и емкостных элементов 

Варианты реализации топологических индуктивных элементов 

Планарный встречно-штыревой конденсатор 



Варианты реализации топологии 
индуктивных и емкостных элементов 

Возможные топологии многослойных индуктивностей 

Плоскопараллельная (а) и стековая (б) конструкции конденсатора 



Макет интегрального фильтра «Ф1» 



Макет интегрального фильтра «Ф2» 



Макет интегрального фильтра «Ф3» 



Макет интегрального фильтра «Ф4» 



АЧХ модели «Ф1» 

 

Наименовани
е макета 

Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 140 до 150 от 265 до 315 



АЧХ модели «Ф2» 

 

Наименовани
е макета 

Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 140 до 150 от 390 до 450 



АЧХ модели «Ф3» 

 

Наименовани
е макета 

Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 155 до 165 от 390 до 450 



АЧХ модели «Ф4» 

 

Наименовани
е макета 

Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 265 до 315 от 390 до 450 



КСВН фильтра «Ф1» 

 

Наименовани
е макета 

Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 140 до 150 от 265 до 315 



КСВН фильтра «Ф2» 

 

Наименовани
е макета 

Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 140 до 150 от 390 до 450 



КСВН фильтра «Ф3» 

Наименовани
е макета 

Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 155 до 165 от 390 до 450 



КСВН фильтра «Ф4» 

 

Наименовани
е макета 

Полоса пропускания, МГц 

Фильтр 1 Фильтр 2 

«Ф1» от 265 до 315 от 390 до 450 



Результаты моделирования частотных фильтров 

Частотный  
фильтр 

Полоса  
пропускания, 

МГц 

Максимальн
ое затухание 

в полосе 
пропускания, 

дБ 

КСВН в 
полосе 

пропускания 

Минимально
е затухание в 

полосе 
заграждения, 

дБ 

Прямоугольн
ость по 

уровням 3 дБ 
и 26 дБ 

Макет «Ф1» 

фильтр 1 0 – 162.6 2,0 1,7 41,0 2 

фильтр 2 254,4 – 476,2 2,0 1,5 26,4 2 

Макет «Ф2» 

фильтр 1 0 – 151,6 2,0 1,5 26,3 2 

фильтр 2 358,7 – 528,3  2,0 1,5 26,5 3,9 

Макет «Ф3» 

фильтр 1 0 – 161,2 2,0 1,7 32,1 2 

фильтр 2 390,1 – 524,4 2,0 1,4 26,0 2,5 

Макет «Ф4» 

фильтр 1 230,7 – 307,7 2,0 1,6 26,0 2,8 

фильтр 2 395,4 – 448,8 2,0 1,5 26,0 2 



Заключение 

В ходе работы были проработаны основные 
схемотехнические пути реализации интегральных 
диплексерных фильтров. На основании 
разработанных электрических схем разработаны 
трехмерные модели многослойных керамических 
плат с реализованными на них топологиями частотных 
фильтров на основе полусосредоточенных элементов. 
Проведен инженерный анализ электрических 
характеристик интегральных диплексерных фильтров, 
учтено влияние паразитных параметров отдельных 
элементов и токонесущих проводников. 
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